
 

 

皆様、おはようございます。社長執行役員の金井でございます。本日は KOKUSAI ELECTRICとして初め

てとなる IR Dayにご参加いただき、ありがとうございます。 

当社の上場に際して公表しました中長期の事業戦略および事業目標について、これまでご説明する機会

がございませんでしたので、この機会に足元の市場動向や当社事業の進捗を踏まえて詳しくご説明させて

いただきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

こちらがアジェンダでございます。 

本日はゲストスピーカーとして、当社の株主でありコラボレーションパートナーでもあるアプライド・マテリア

ルズのリーさんに来ていただきました。まず第 1部では、リーさんから業界全体の見立てについてお話しい

ただき、私から KOKUSAI ELECTRICの全体像についてご説明させていただきます。 

その後、リーさんも交えて、業界や当社の全体的なところについて Q&Aを実施し、休憩後、第２部では当

社の戦略をデバイス別に詳細にご説明し、プレゼンターである各役員を交えて Q&Aを実施いたします。3

時間程の長丁場となりますが、ご参加の皆様の当社に対するご理解が深まるよう努めてまいります。 

それではリーさんのプレゼンから始めさせていただきたいと思います。 



 
 

 

 
 

 

 

まず、このような場に私を招いてくださり、アプライド・マテリアルズや私たちの業界の展望についてプレゼ

ンテーションをする機会をくださった KOKUSAI ELECTRICの皆様、金井社長に感謝いたします。ありがと

うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

本日のセッションでは、将来予想にも言及させていただきます。将来予想に関係するものにはリスクや不確

実性を伴います。その意味でこのようなお断りをさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

まずはアプライド・マテリアルズがどのように始まったかをお話しします。 

当社は 1967年にマウンテンビューのカリフォルニアで小さな事務所からスタートを切りました。もともとは

産業ガスなどを業界に向けて販売していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

業績について 5月 16日に発表したところです。お時間のある時にオンラインで決算説明会をご覧いただ

ければと思います。業績見通しや具体的な予想は、スクリプトでもご確認いただけるようになっています。 

過去 12カ月の収益は 260億ドルでした。当社は研究開発への投資を継続しています。それは、私たちに

とって非常に大切で、成長を続ける当社の特許ポートフォリオからも明らかです。社員数は世界各国で約

3万 5,000人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

重要なメッセージを紹介します。 

一つ目は、長期的な見通しが非常に良好で、ポジティブであるということです。半導体の収益は、2030年

頃までに 1兆ドルに近づくと考えています。その多くは、AI、IoT、EV、再生可能エネルギーといった今日の

トレンドによって推進されています。私たちは、このようなメガトレンドが将来にわたって持続可能になると

考えています。 

二つ目のポイントは変局点です。お客様からは多くの大きな変化がもたらされています。それらの変化によ

って、私たちが幅広いポートフォリオを活用してお客様のロードマップを加速するために、当社の価値を活

用し、実証する機会が生まれます。アプライド・マテリアルズはこの分野で最も幅広いポートフォリオを誇っ

ており、製品間の接続機能において、こうした変遷の中でお客様のロードマップを加速させる有効な機能の

一つであると考えています。。 

三つ目のポイントはイノベーションです。イノベーションの方法を革新する方法を模索しています。また、よ

り幅広く深いお客様とのコラボレーションを検討し、早期に関与することで、これらの転換に向けたロードマ

ップの加速化を図り、パートナーとのエンゲージメントについても検討しています。 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

次のスライドでは、現在の当社の状況と、半導体収益 1兆ドルの実現に自信を持っている理由について説

明します。 

私たちはコンピューティングの第４世代に生きており、その原動力になっているのは AIとインターネットで

す。これがWFE市場にどのようなことを意味するのか、次のスライドでご説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

AI、IoT、EV、再生可能エネルギーをめぐるエンドマーケットの変局点やメガトレンドについてお話しします。

これが 1兆ドルへの道となっています。私たちには PPACtと呼ぶプレイブックがあります。私たちは電力、

パフォーマンス、面積コスト、市場投入までの時間など、顧客の指標に注目します。私たちはこのプレイブ

ックを活用しながら、右側に表示されている変曲にあたって、お客様のロードマップ加速化のお手伝いをし

ていきたいと考えています。 

このような変局は、GAA、バックサイドパワー、HBMメモリーのアドバンスドパッケージングなどで見られま

す。これらはお客様のロードマップを実現していくためにポイントとなる変局点であり、私たちはプレイブック

を活用してお客様がコラボレーションできるようにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

スケーリング、持続可能性の考え方、メモリー容量の増加方法など、非常に重要な点について、お客様の

声からも確認できます。 

これは Logic、メモリー、DRAM、ICAP、IoT、すべてのデバイスにおいて大切なことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

お客様がこの変化と規模拡大について検討している方法の一つは、二次元から三次元への移行であり、

これはすべてのデバイスで起こっています。Gate All Around、CFET を使用した Logicで確認できます。

3D DRAMとバックサイドパワーでも確認できます。それはすでに起こっている現象です。私たちは、すべ

てのデバイスにおいて、二次元から三次元にスケーリングする方法を引き続き確認します。 

現在、お客様はデバイスの観点からだけでなく、システムの観点からも、パッケージングを使用して複数の

デバイスを一つのモジュールに統合して進化させる方法を検討しています。これは、私たちがお客様をど

のように支援するかという、もう一つの変局です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

こちらでは Logicについて具体的にお話しします。Logicは FinFETから GAA、そして CFETへと進むに

つれて複雑さが増していきます。GAAは現在ランプアップ中で、この転換期に私たちが解決できる多くの

機会があると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

このスライドでは、お客様が直面している課題、つまり私たちが価値の高い問題として認識しているものの

一部がわかります。インナースペーサーや High-k メタルゲートを見ると、様々なチャンスがあります。 

導体エッチング、調整可能で選択的な SiGe 除去、ALD 成膜など、当社の幅広いポートフォリオを活用す

ることで、ポートフォリオ全体を結び付け、1 プラス 1 で 2 より大きいソリューションを求めることができま

す。これが私たちの考える共同最適化、つまりさまざまなプロセスツールを接続して、より最適化されたモ

ジュールを作成する機能です。私たちは現在、その点を検討しており、お客様と協力するとともに、パート

ナーと協力してロードマップの実現に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

HBM メモリ用の二次元 DRAM から Stacked DRAM に移行する DRAM でも同様のことが起きていま

す。ロードマップのさらに先には 3D DRAMの世界が待っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

このスライドでは、お客様が直面している課題を確認することができます。 

複数の DRAMダイを積み重ねる機能を考えると、高アスペクト比のエッチングが必要になります。それに

は TSV とアドバンスドパッケージングが必要になり、すでにお客様のフローで先進的なパッケージングが

増加しており、将来的には 3D DRAM も登場すると思われます。 

3D DRAM では、新しい材料が導入され、スタックを成長させたり、スタックをエッチングしたり、スタックを

パターン化したりするための新しい機能が生まれています。繰り返しになりますが、こうした変化は、お客様

との協力によって実現されるものです。また、ハードマスク、材料をエッチングする能力、材料をパターン化

する能力など、さまざまな材料のエンジニアリングを検討する機会も生まれます。これにより、お客様やパ

ートナーと協力する機会も生まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

私はコンピューティングの第 4 波について話しました。一つは、高度な Logicと高度なメモリーを備えた AI 

で、もう一つは IoTでした。インターネットに通信、自動車、電力、センサー技術も含まれます。これを 

Applied Materials では ICAPS と呼んでいます。これを私たちは ICAPS間と呼んでいます。これは、今後

も当社の Logic/Foundryの大半を占めていくことが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

これらは ICAPS 傘下で捉えているデバイスです。私たちは、成熟ノード Logic、アナログデバイス、さらに

は MEMS や光エレクトロニクスまでを検討しています。これらのタイプのデバイスは、当社の ICAPS 事業

の対象となります。当社の ICAPS 事業は、新製品をリリースするとともに、引き続きお客様と協力してデ

バイスを最適化していくため、今後も引き続き Logic/Foundryの重要な部分を占めると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

三つ目のテーマ、私たちのイノベーションをどのようにイノベーションしていくかをお話ししたいと思います。

当社には EPICのプラットフォームがあります。 

これは、世界中のすべてのラボが接続されたプラットフォームです。サンタクララには研究所がありますが、

ニューヨーク、シンガポールにも研究所があります。そして現在、サンタクララ、正確にはカリフォルニア州

サニーベールに、EPIC センターと呼んでいる施設を建設中です。ここで私たちが行っているのは、お客

様、大学パートナー、業界パートナーとより早期に幅広い関わりを持てるプラットフォームを実現することで

す。繰り返しになりますが、これはお客様のロードマップと市場投入までの時間を加速するのに役立つプラ

ットフォームです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

このスライドでは、最近発表した 2040 年に向けたネットゼロ戦略について説明します。これが私たちの

ESGへの取り組みです。この点については、外部の第三者から非常に高い評価をいただいています。こ

れは、業界の発展に貢献する ESG ロードマップを推進するために、お客様やサプライヤーと推進するもう

一つのコラボレーションになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

最後のスライドでは、長期的な前向きな予測と展望を述べます。アプライド・マテリアルズは、幅広く連携し

た製品ポートフォリオにより優位な立場を築いています。私たちは、これらの接続された製品を使用して、

お客様のロードマップと変局を前進させたいと考えています。 

最後に、当社はお客様、サプライヤー、パートナーと協力し、コラボレーションを次のレベルに引き上げたい

と考えています。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ご参考）こちらはスピーチを翻訳したものです。 



 
 

 

 
 

 

 

続いて私、金井から、当社の全体像をご説明いたします。まずは当社の経営体制でございます。 

ご覧のとおり長期にわたって半導体業界に従事している経営陣による強固な経営体制を築いており、長年

にわたる経営陣の KOKUSAI ELECTRICへのコミットメントを大変誇りに思っております。なお、4月 1日

付で専務執行役員 CFOを務めておりました神谷は取締役専任となり、専務執行役員 CTOを務めていた

小川は、取締役エグゼクティブ・フェローの職位についております。 

6月 27日の株主総会での決議をもって、神谷は監査等委員である取締役に、小川は引き続き取締役エグ

ゼクティブ・フェローに就任する予定でございます。また、専務執行役員の柳川、塚田の両名が新たに取締

役に就任する予定でございます。 



 
 

 

 
 

 

 

会社概要でございます。当社は創業から 70年を超え、お客様である世界の大手デバイスメーカーとともに

力強い成長を実現してきました。当社の製品およびサービスは高い品質を誇り、お客様からも長期期間に

わたって高い評価をいただいております。 

以前は NANDの売上比率が高かったものの、右下の円グラフにございますように、直近では NAND市場

の減速と当社装置の DRAM、Logicにおけるシェア拡大によって、DRAM、Logicの比率の方が高くなって

おります。 

 



 
 

 

 
 

 

 

6ページは当社グループの経営方針でございます。当社は企業理念として、ステークホルダーの皆様との

対話をより一層深め、技術で未来を支えていく決意を込めた「KOKUSAI ELECTRIC Way」を掲げており

ます。この企業理念の実現に向け、半導体製造装置専業メーカーとして社会的責任を強く自覚し、事業活

動と ESGの取り組みの両側面から経済価値および環境社会価値を追求いたします。 

これにより、SDGsの達成に寄与するとともに、持続可能な社会の実現と、当社グループの持続的な発展

の両立を目指してまいります。 

 



 
 

 

 
 

 

 

このページでは、当社のユニークなビジネスモデルをまとめております。 

当社は「成膜」に特化した企業であり、連結売上収益の約 7割を占める装置ビジネスでは、世界シェア 1

位のバッチ ALD装置をはじめとするバッチ成膜装置、世界シェア 3位のトリートメント装置を軸に、グロー

バルに事業を展開しています。 

連結売上収益の約 3割を占めるサービスビジネスは、部品販売や保守サービスのリカーリングなビジネス

に加えて、装置の移設改造、ウェーハサイズ 200ｍｍ以下の装置販売を手がけています。最近では、SiC

パワーデバイス向け装置の販売が急速に伸びております。 



 
 

 

 
 

 

 

バッチ ALD技術とトリートメント技術についてまとめています。 

近年、半導体デバイスの複雑化、三次元化が進むにつれ、難易度の高い複雑な構造での成膜において優

れたステップカバレッジを実現する ALD技術の適用範囲が拡大しています。 

この ALD技術はガスをサイクリックに供給するプロセスであり、成膜に時間がかかるため、バッチ成膜と

ALD技術を組み合わせたバッチ ALD技術が最適なソリューションとなります。バッチ ALD装置は単にバ

ッチ成膜と ALD技術を組み合わせたものではなく、複雑な技術と長年のノウハウを融合して初めて性能を

発揮するものであり、世界各国のデバイスメーカー様にその高い付加価値を認めていただいています。 

トリートメント技術は、当社独自のプラズマ方式が生み出す潤沢なラジカルにより、等方性とステップカバレ

ッジに優れた膜質改善を、高い生産性で実現するソリューションとなっております。 



 
 

 

 
 

 

 

中長期での経営戦略をまとめています。 

第一の成長戦略は、NAND、DRAM、Logicの各アプリケーションの複雑化、三次元化に合わせて、当社

のバッチ ALD装置、トリートメント装置の販売拡大を図り、WFE成長を上回る成長を実現することでござ

います。 

第二の成長戦略は、成熟ノード向けのバッチ成膜装置や、成長著しい SiCパワーデバイス向け装置の販

売拡大を図り、成膜領域で事業の裾野を広げることです。 

これらを実現するため、高付加価値な技術、製品の継続的な創出と、10年先を見据えた研究開発に注力

するとともに、お客様への提案力とエンゲージメントを強化してまいります。 

第三の成長戦略は、部品販売、メンテナンスをはじめ、製品のライフサイクル全体でのお客様のニーズに

対応するサービスを提供し、高収益なサービスビジネスの事業拡大を図ることです。詳細はパート 2でそ

れぞれの事業責任者からご説明いたします。 



 
 

 

 
 

 

 

デバイス別の成長ドライバーを要約しています。 

パート２で各分野の担当役員から詳細なご説明をしますが、各領域において、WFEを上回る成長を実現

するドライバーが存在しており、デバイスの複雑化、三次元化という共通のトレンドに加えて、HBM、Siイン

ターポーザ、SiCパワーデバイス、半導体サプライチェーンのローカル化などの業界全体のトレンドもさら

なる追い風になると見ております。 

 



 
 

 

 
 

 

 

こちら、アップデートした中期目標でございます。 

当社はWFEが 1,200億ドル以上に拡大することを前提として、本年度を起点に、3、4年での達成を目指

す中期目標を設定しております。具体的には、連結ベースで売上収益 3,300億円以上、調整後営業利益

率 30%以上をめざしてまいります。 

ご参考まで、ビジネス別売上構成は、装置ビジネスが 75%程度、サービスビジネスが 25%程度、また装

置売上のアプリケーション別売上構成は、Logic/Foundryその他で 50%、DRAMと NANDを合わせたメ

モリーで 50%を想定しております。 

現在よりサービス比率が下がるのは、装置売上がより速い速度で回復してくるためです。また、今後

NAND市場の回復により、NAND売上は大きく伸びますが、GAAをはじめとする先端 Logic、欧米と中国

顧客向けの成熟 Logicが拡販することで、NAND比率は 25%程度にとどまる見込みです。 

これらを実現するために、売上収益の 6%以上に相当する研究開発費を毎年投じてまいります。R&D比

率が下がっているように見えますが、それ以上に売上が大きく成長しているためで、R&Dの絶対額として

は毎年大きく伸ばし続けております。 

私からの説明は以上でございます。 


